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t hi ckn,es$AI1(3]‘e;ﬁ'ﬁ‘c gtr‘ggupéamo)lé%ﬁﬁs; NGgupRdul e, whigeh gRARE.0yS the same nonolithic
0

the dicey h@RRY eklod 35 dfRrsh@lcR Wi th the | At erconnecti on techni ques
for interconnecting % contacts adjacent the narrower end of the ta-

the 1 C chips and corrponents as are used on pered t hrough- hol es
and form ng heads (46, 47) the corrponenté t hensel ves, and which pernits

by neans of planar netallization technology to the rraj or structural
conponents of the nodul e mutual Iy interconnect the integrated
CII‘CUItS to be made, if de5|red out of t he sane materlal as the

. a o —yr r a . ~ —— o Y o g



ity of senmiconductor chi ps (42) of a first thick- 17 :
EP0183722B1 . . .18 of a SI | i con waf er whi ch has been

| apped to the  neVs, and a surﬁfo?t (41) havi ng a8l u- thi ckness
desired for seal ring 52. rality of tapered through hol es

for recei 'ﬁ&ﬁ%{j" aibrWnicRSRAL O AFEENS heS aPP! | e‘l ﬁav a plu-
chi s (42} e Ao e séﬂg%”eans (43) fo ﬁw ﬁ’% T ed
by Materig ARy means is appileQ khiB@cd ¥rathi pPs ( 42)ch|b§] Pané %’ (ff‘sg

Cor por at i h&z sr{aﬁane@heﬁtgacmmd\sy MaiePial@ REUI T - hol f6ubh &6,
chi ps ar esdafth CRRoRLGHE BlahGBerGERNSis BHRARL Sd Nk 5bHAﬂ§@mﬁ§E¢> IﬂOFHAT the chips are in-
tegrated giid sudidgSmdans/iHag s 51, iapdeMbH DL ACt S ON tpRBd &ilcli@ Rwing MIMlipIe CRORBGES AN
subst r at esdaBrirgy §2, and connectiof Buisiréle 58 ARr €of , eaohe sidY Perbet dath hig ANy Flented iMa
assenbl edassemntpedsih acstatied @latdnsiom sdiihgt iSO t hat | Kapered hole viitA e €talt® lcsast tohthé he
cont act s wetcosestion trearisit® drecin comaeesithi ot neans Soareower érid of Galll &G, thd $uppdrOmeans
narr oner wagtibngiointsaidel The kesemblbrbstacly fsoant means  teeaf kitickngss ilass tharl draaqual kpesaid first
assenbl edhested dk fupesthe lsealing medds g the edfveral t hi cknedhickhass sf thé sami-opndecier zhips, endstae d
first hearadg and fysggennehierinebd tongpnmastians t o t he elselijesl gfiucture furthertdaingrisa® isadsd46, .
the seni - RAtRIfAet kyr mednp gt soldenBumrsSbplhiist s and f d@efomrriycegns iob pigapr trestallization
connect i ofpsirable that this haating: taeigce tveewemur e f ur t krehnologynmuiuslysintesarngcting ghe inte-
poi nt s 44‘%;{'3l nifolied Amesphasgy| der bunps 56. ft | sgratedcireuits.47) forned by nmeans

1

of pl anar rre f‘ﬂsF'E'Et'i"&?\"ed&Isr ES‘Peéct 5t t hi s heat| n take place in vacuum
-technol ogy®" a"f‘? ?fhe i nt% t?n‘tf G "Péd"’hﬁtet‘?otgz)tﬁﬂ?’&d
‘i?f‘ &f” a"t "p n m)dul esh‘@ tsFFEPmt FUTeNS (REr
th m | e sam | thls ex’aﬁ}%’s g slu viﬁtrre IthgI gFTed
\?Vlhnce et ma‘mlet(:%am ess ced ¥i a se thr UF %es r|om a ace ort means.
erein t bé( E substant| y doent S))D
t hrough- maye, 'Ferti Bf Aafﬁmaﬁoﬂggve a fd 0‘??14 Etﬁcé N cﬂ;m ‘Erd;@lehh n thé sigddbr

exanpl e sk bl SRfdred or weld§ )' ibaY conh& e ge W& tshgiet @ﬁ?a’t' @ Sside of the
mechani cah rRbGIE 36 id MEACRAIL Wah RE RMBGTD 2Qpered t»hrugmghe 588 suidhndly lopce
of the suppEhbiHEERTectichE m/cr@uhs.%u;ent terrpea.a;outs,ﬁcaweténed BraSetdr@in¥E ki sthiOW.
Further, wbdeitiiitibeiodeb. BoRdusg@eidulbst 3. ThegepHidigdngs.e of claim 2 wherein
t he suppastthor-Roilithis Gledmita dordbctivns| tiedg- el ectrical connections - means is
si ngl e crigsiitals iaprdvethe si de of the in nodule 56 stRciiscdt cumalal werdinme sighey
nunber The preseatpescatin plovidesgimdacd andconsi St S rasuded kdgetis tatned by fisotdpic etching.
nmonol i t hireetimdrforeelédtronis agsembiEs @hd medul2 nmBan- 25 ani sotropically etched
pr edet er nhipbdmerpyestie packiegidengitylof IC ¢hipe nodulSe. AByetiaddiaciorgng Bre slatiiehie rstructure

| ogr aphi c2p[cemresents whish Rermineinstmide Ukl ect ri cahaVie @bty ohgemigopduciopdice (42) of

liabili ty"Q gnffqarpﬁ;rpm?% technologies to be placed a first ttucknepﬁ@ngtarqget@grl@aw P &Hi m
3 wher ei nnfﬁeglg Mogirya suasyate PGPy ent i on *owae% t'aarq?éamef dhe dice aro
rounded gh'?horre?'r‘é’a ' UERgroh ‘?"cm‘et cfi ng. na SUPPO"t
assenbl i

a [ al stress, which utlllZ S sI

I nec oyi hB'a
o, A i fd"‘?fs “?F%%%h g %{@m ?TQ ot et uP i °°§§ﬁtt§ﬁgﬁ %,SE;;D )
permits ¢ at. a plurghi £y Emrf;ﬂg’ﬁ@}agd ho

(42) of 'J’ ag 31519 thQl 9§s§§e rgﬁ(; &Ofog L FS tO hQJs ple contact on e lSt sur-
thi CkneS%h d.@aﬁp hentsOfcBdskipl 1Pl 1 N @ Si Qhd 8 '£ep§lbb§toc.aet.§mat
having a HEROHIat removal,'Whith bMis’ @eortlher eof amt e 1 bCfthiRkrBssbYs ftfaR Br
whi ch 1 edpp@sed hest BHIIBIch BfoviBé s iRnetic 35 SN edd ithlckhebB F 84kd dice, inserting

t hr ough- hedagis, iwhic eFipRPOfite Blel brofithigl ect ri Calhe GRBNE &el t@ftFad tMdldhtholePHitB theles
pl ate (4lkjteradiediet adcnmguet N @isftofsctingf i ki er nNeontabwradg@nethehbrvecaid staoral
of heat fthedlQ tiiyes 4@ componenista@rarealised 48) cont acpérath@nghadige araf forrirg hdadsg46am a
chi ps andhecampomeaist isemsaliese bnd erdibqesnitshe gen- by means of plaadmetalfizatanpgbndiogp kat e
hal es, CHARAGIHESRIUSEDB emmwonapts dthememiblani cal st metgaly indigootectihd integraed siguits.

BY sai d d¢ bemedmyirdesiiedcput eitteecpame edteddir cui ts al i gned assenbly, which | eaves

t he rear @dbresemifondut®r. Eagshfodiured reguitninl t bgol &- cThet methasl @ glaith e fyrihersqomgiiging thene
I'C di e ari@rresspeireneseaeliciiyiand est or con- step of freypding fher edgPs ohie teprsed
steps, of providing that ductive heat renpval "oypiitde- avoi ds use of an

sai d support plate is of a thi ckness | ess- than or artlcul at ed heat si nk,

whi ch provides a hermetic equal to sai’d {%i E’EW%\%? 8i wem tsmp of

i nserti A™odul e, V\hl ch errpl oys the san® rmno ﬁ‘ 6 edges mg'p"se?t‘h rt '@ 'd
the tapﬁre\d lhroug (90 Lhobhe | erconnec rou §csh i feiopy Pt the tapere

i nterco (Q,t Icondﬁmrch ﬂﬁﬁ%ﬁ& gﬁha‘cent the NArSower end of the ta- the IC
chi ps and pered through-holes and

form ng heads (46 47) the corrponents t hensel ves, and l l
by neans of planar netallization technollogy to the m “ﬁ)mml m““
conponents of the nodul e . mutual ly |nterconnect* the Fntegroat ed

circuits. to be made, if desired, out of the sanme material as the
sem conductor These features result in 50 6 The rret hod of claim5b

I Y o,



9 EP 0 183 722 Bl ' 20 8. The met hod of
claim5 wherein the support des puces et une parol des trous -
dans 1a plate is singl® crystal . -anceR apes vz Bhr ough- hol e 20 pl:aque de
suppert, CARACTERISE PAR le fait in the support plate conprises -forming the
que |l es puces sont constituees par des circuits tapered through- hole by

pref er et i H1® BeEo pigclaim 5 wherpip g, pupsory ant ¢ h&8HRUCRE SOt L RAEY ofn | pédlas

sur | eur pﬁ"@ﬁfsbﬁ‘"@'escﬂ’rs'iah?f‘@ tap@'tedﬂ‘é‘?“ e 6t apes ﬂ?F"tPa‘r?t %'QPMOHA%HT‘LER@F rq fatt
que la pla ‘Hﬁg 9@ gg mPIjsgs, Jorming the que les puces sont constituées par des clrcut
support ai p‘TJ BYRrhSE &Y P eﬁef" FEP% ou egale'"ﬁgfés ﬁ'ft chaqyp daﬁgfﬁﬁé%‘gfptg
i nsbre | es puces 1. Une structure el ectrf que Qalﬁte re ¥t ?:t euea,a lsaqu:pd:
dans Ie& c{%H;%tlé aversants allant en di m nuanf pp‘?n@ ‘ éaale A
sem conduct eur s 42) io ~ .avec les cont @g&a sé e§ gn ins@?é ,g@

la d’ ung, pﬂr%ngtﬁhgre ﬁ@c‘trﬁﬁ@lﬁm cgrt\prgﬁ& sPyens dedans les trous tra rééﬁts ﬁ énttﬁm t‘fa’ﬁt
trous travgksad el BRicBductsiP RgY 1641) GRIEPRS Rakthctd BajRBRE EOFRUSHRS la
trous d'une &brﬁib\@rgpalsééﬁr 8NddsOhdyBnsd®S ConduciRbkhoifefes e travbrSMRI HAR6S di-
allant en gdippdd 4B Rbmslbhant@Ensdi®itde-trous au mMyieEntCet WA Gorhné G \@hQGis6rs UB, 47)
met al | | sat «R&rsa@Saliant'ed CRNMiRIaht queSonPUeeS (42), @b nityénb'ubke Schnologie de rEdilisatioe
surface pl@ee rqaowlr bpres (2)ettagint B85 NMDYeNs satang ediatd Pahe( gbd) Ine@bHnecter mu-
mai nt eni r h&®ns dbFonction (4BJUeddr aratdnir | leéss OB r cui telldmenBgy esuitspnidpess. (42) dans

| es trous pucesv@?)siant les r@ARAGrsaltERIABEE EN CE QUE | es puces sont des

6. Le pr ocBuRSEEe ENaCk édutn b qaitasosent desconpr ehahe porédédetis ravertdBefiof S. eoprmrepantie s
cont act s na¥cwilsghtégsés ayant desrroniaty eulies 6t apes Suovienieeétapag suikaniesndi erdngditles ur
| “une de |uui'ynef dgleyrs féwaqt_t:‘l@q Ruse Gtaaint bords sig$ droug) drgversagip pllant en dimi-

t r aver sant ¥ieafq davs ua oy rlente lgaptaecdartd un 0¥l al | ant en di mi nuant avec
20 nuant.'e§ @gtae*aﬁtiéetée EI'HS E’B"E“B dPée’ifIF proche de |'extre- nit6 etroite du
trou, |es ’ﬁ‘t?y“‘é’ B iy suppprt oplg proc76d¢e B@c?dé q‘*’g?/éer‘{?ﬂdl?é op §ndags legushs

| equel une”™ 3"‘?5%‘ rr“‘e"le é’r‘egﬂ?é' °'Br§al e a Ia rf:" ssement de ‘%gf gmzprznd
dar rondi 2 tﬁe‘:;ge% TV, ST con soletiemmn e e 0 6 o o
sem conduc cod ours (46q47 p gelso rope 8 paro &t of ds des
et 1a strugfig ChE ,r;u s aﬁ SR ou "€ Lgfmede Jengrt%errdrca%grssmt Rauel
al | ant en enblgr\éa'a |i Pc§nn%8 %ﬁ rr%nt( 46, 4 )1a gte nUrpﬁ'ronocns-
technol ogi g dRuilfRiidds! Sati on sur.une sur- 8. 6 1RERS m@ﬁo dds trous traversants -
revendi cation 5, dans | equel face pl ane,soqw amhpgrp@mmgﬂgms 15Tibde6 db SUERBR
la plag tae ISsrEHRP 86 Ta r6RAGERSE!, Qs WAUDNOCT | S- chfiSerl faCibinfalonl HdsORBUE Sraversants
tal et |'6bageuse (MbERE aRndes drifie, t r aVer SamhSeniminuant pafLhttaqutt préitentielle.

di m nuant ahaf Sed mopInacHse sbPors Uppahtbodt La structure de |a revendication 1,
‘dans | aquakgérement &N Advcbrdittaufuer et des trous traversants l.e les trous

t r aver sant teavarbdngsrdiant an dimimuamti aeitapcordent 8 sal | Ansiprighe di mi nuant: par attaque
pr6f6rentItmblf@edelanwehsa@wpgoetns ‘de support, ont un bord |egbrenent arrondi
a |'"endroit auqual ces trous traversants all affekidsehel Brupieraent mitanehmtep biplblieint
a _ 3s 3Ansptugiive de lrgeveadieationed densyespal- de suppdéarghips 1(42)EiN einer jsssidneBicke und mit
Bauel ermrent'e ¢t MR¥ARE cdectPPRtl pANEFteNt BN yng st r uct GiNem digdger (Y1b\Ash diebrare I "2"1‘1"“
dans | aque’F°”°°"s‘a' pid? Eﬂ?‘%@ e El??"e‘isﬁ‘t &aRter ®r st e §o79P cRuchgangsigeher 1z f"éf‘éah

d ten iij tu ?]pra iquement par pla ﬁZ) er gt@
verji ne i ﬂz? By s ARt ou tray %ﬁﬁ e 55T ol n‘%’éc s

Dur chgangs{8&h Fe ReeHAR mp%Ier en di ni nua g%%f:}ﬁr e'sig%ﬁlg?nt
par 4 las étlﬁ'é dé ﬁprgve &?&h&e\{ d Sfa%we nf@ung rﬁ?%ﬂmn Kontakte aufwei-
cristall 09E b Urg rdtlehif a mé par ber denen
Fest hal te gj S qul Sont at t aques de f esaﬂhr % Egp%lch vermngenden Durch-
(42) in den rchgangsl 8chern auf wei st , DADU gSTBehE NG SNy, ddARfd Kofiae

Chi ps 45, Ligh srbddd€ bl Efmalen biond aN@REIseat i on 3, daRSnddiUsie desHocndd i J?Jh?e%ten
ei nen Sei tiRniBd cehRedtNGR kisembib fdaBhuces € sb € DOligheh GG [dBIMBAger Bink WS bERA! die
fornb par de semicondBRRE&42) iaint@d BrlefnreSChal t Ungeringsr abthio 616 DRGSR HAbIBIRFHPs
| sot rope. dépaisseur ot ayant une position de. contact sur | adke Ylefchid@sdrnst,AMENdSA a3 elekirische
ver j Ongenden pRuniigd de (pmrsgsilianed ddiex laqublleor | ent | eBiuelesbnt faraéri Letlingerk(ias 4viy teetht,
‘Un pr oc 6d6esipuchosantmonides dansrdes gousuetar e Al ec- die mit Hilfed einerepigreree rividiaiigieruogss
Locnes am sis atlagberegiminnaphiui sent omdsdemsantss un e tesnih kesgeliides Lainds durctBdie die inte-
_liegen, daBe pgye dfrsugeart @1)net effiscieet refersi t zt , digteride Spbalungendoasersaii vedMden
ayant une.nugy gsfsiseR trous par une mygiejdeden- al s di everdere Di cke der .

Hal bl ei t erRiFiags (48l Yee @ covfackayein Beife posi tion de contact sur oder
gleich dieser ist, und dall das el ektrische une premere

dans | aquelle fl auel enent - ferner heitungen (46 47)ﬂﬂl“ﬁHl|ﬂm”Hmﬂm
puces sont nontees dans des trious traver- ie mt Hlfe a ner s

pl anaren Metallisierungs- sants-allant en dimi nuant qui sont fornbs dans
55 technlk ausgeblldet si nd, durch die d|e |nte- “une plaque de support

o oy o, - - a I
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Bl .22 2. Bauel enent des Anspruches 1, bei demdie
unfalt. sich veri Ungerﬁien Dur chgand® Bd82722 Bl dem Trager ei®en et was
gerundeten Rand besitzen, an demdie sich verjUngenden Durchgangsib- cher

Fl T 5 3. t d A h
" Y L B LT

ver | Ongend gntlichen aus ani sotrop geatzten,
ol i

vor herbe- ,, phi schen Ebenen besteht. 4. Bauel enent

des Anspr ugles eine FR&Hs cggm gmﬁpgmeg abgegy undete Rand durch isotropes At-
zen ausgebil det ist. is 5. Verfahren zur Ausbil dung
ei nes elsekgduoBmhsdt s AB@imhé%nereeae;ﬁndbr mehreren wlurfel artigen 5

Hal bl ei t er midde leRneitz8idgr ‘Kridtal ishaid @6 Sbign Di cke, auf deren einer Flache ein
Kont akt angsosidingtjungaftieh Turchyudsidchedi i@ WUr f el arti gen Hal bl ei terstucke in

si ch ver | umsgenitasn dosadsgengsitzbahermarbel nes Tragerpl atte (41) angebracht und
i n di esen stiowntani krigahographisatien &bermh b¢skB) f est gehal t en werden, das mt ei nem
Rand des Hal bl ei terst~ckes und 26 einer Seite der L6cher in der

Tr ager plat BaelpmerBaietnsprughest B el dPABRIRCH GEKENNZEI CH NET, daB j edes
wOr f el ar t | geasHioprirdetecRang tduieh igpgrapep Mtegrierte Schal tungen enth~lt, auf

sei ner er ste8AvaglEsifstache nehrere Kontakfe aufweist, 30 dall die
Tragerpl atte, die eine Dicke besitzt, die geringer aI s die Dicke des
wur f el afti P\'?—'lh?%l’*é?bﬂ'wgf’@skﬂ?‘“%sépe“gl ei ch dieser ist, daf das

wor f el artl Pﬁ‘?’fﬂs "f' 'E?‘lif ‘ﬁ“ffa @ ch verjingenden Durchgangsl och derart

ei nge- ere em ac eem%ﬂ%klﬁg Oé‘ Kont akt e neben dem engeren Ende der

sichrver] Qgg&) fige (1} mbele nden, und daB Leitungen (46, 47)
mt Hlfe gine drit elhkings- technl k ausgebi | det werden, um
die integrt d'erp,a

YNG&R, Gagensei tig mtei nander Zu ver bi nden 6.
Ver f ahren m{eHg 5 fgstg Q{Qn cherner die Rander des sich verjOngenden

Dur ch- 45s GRNERIMOTRE Setipaibiaiabs War degn. 7. Verfahren des Anspruches 6,
bei daem girp séky surdabned @ ddRbdemiaitdrinder Wei se erfol gt, dall die Seite und
di e Randerpedittsung isteht, \DRDURDY S3EKENNZEIC®N Dur chgangsl oches i sotrop geit zt
wer den. 8.NBferdaplisdes wimfelriden sabiiedstimk, dadurch gekenn- zeichnet, daB die
Tr ager pl atdae irdghertei $ukaliusdealehthiils taufseilerdaA der Schritt des Ausbil dens eines
sich 56 ersteny Aungdiiche meBerecfugiakigslfesdtes se n der Triger- platte das Fornen
des si ch wiafjdieg&rdideplaty diphgjeen Bickeobdsitat, vor zugswei se' durch Atzen 13 C L
M S die geringer als die Dicke des- wilrfelartigen '

Halbleiterstiickes oder gleich dieser ist, daf

das wirfelartige Halbleitersilick in -dem sich

verjlingenden Durchgangsloch derart einge- 35

setzt wird, daB sich. die Kontakte neben dem

engeren Ende der sich verjiingenden Durch-

gangsldcher befinden, und daB Leitungen (46,

— 47) mit Hilfe siner planaren Metailisierungs-

technik ausgebildet werden, um die integrier- 40

ten Schaltungen gegenssitig miteinander zu

verbinden.

6. Verfahren des Anspruches 5, bei dem ferner
die Rinder des sich verjingenden Durch- 45
gangsloches abgerundet werden. -

7. Verfahren des Anspruches 6, bei dem das
Abrunden der Rénder in der Weise erfolgt, dal
die Seite und die Rénder des sich verjungen- 50
den Durchgangsloches isotrop geétzt werden.

8. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Tragerplatte ein Einkristall ist
und daB der Schritt des Ausbildens eines sich 56
verjiingenden Durchgangsloches in der Tréger-
platte das Formen des sich : verjligenden
Durchgangsloches 'vorzugsweise durch Atzen

1

w
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